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DESCRIPCION
Disposicion de componentes y procedimiento para la fabricaciéon de una disposicion de componentes

La presente invencion se refiere a una disposicion de componentes asi como a un procedimiento para la fabricacion
de una disposicion de componentes.

Una disposicion de componentes optoelectrénicos se conoce, por ejemplo, a partir del documento US 7.149.091 B2.
Sobre un elemento de soporte esta dispuesto en este caso un componente de semiconductores, que esta conectado
a través de varios alambres adhesivos de contacto eléctricamente con al menos una superficie de contacto
dispuesta libre sobre el elemento de soporte. Los alambres adhesivos de contacto estan incrustados junto con el
componente de semiconductores totalmente en una fundicién, que esta constituida por una masa fundida adecuada.
Ademas, estan previstos medios de deteccién del flujo, que impiden un flujo incontrolado de la masa fundida
alrededor del componente de semiconductores sobre el elemento de soporte, antes de que se endurezca el material
fundido. Como medios de detencion del flujo estan previstas unas bandas de conductores planas, dispuestas en el
documento US 7.149.091 B2 en forma de anillo alrededor del componente de semiconductores, sobre el elemento
de soporte, que sobresalen en una medida insignificante desde el elemento de soporte. Esta soluciéon posibilita
ahora, en efecto, poder prescindir de medios separados de detencion del flujo, como por ejemplo la aplicacion de
uno varios diques alrededor el componente de semiconductores respectivo. No obstante, resultan limitaciones con
respecto al disefio de las bandas de conductores sobre el elemento de soporte, cuando éstas deben funcionar
adicionalmente como medios de detencién del flujo. Ademas, la aplicaciéon de las bandas de conductores o bien de
los medios de detencidn del flujo requiere una metalizacion costosa a través de un proceso de mascara.

El documento US 2004/212082 A1 publica una disposicion de componentes electrénicos, en la que sobre un
elemento de soporte se dispone un componente de semiconductores y se establece un contacto eléctrico por medio
de un alambre adhesivo de contacto. El alambre adhesivo de contacto esta incrustado en una masa fundida. Por
medio de un dique separado, dispuesto adyacente al componente de semiconductores, se impide el flujo
incontrolado de un material adhesivo, con el que se fija el componente de semiconductores.

A partir del documento DE 101 53 211 A1, en un componente electrénico esta previsto igualmente como medio de
detencién del flujo un componente separado en forma de un dique. Ademas, se impide el flujo no deseado de un
material fundido, en el que esta incrustado un alambre adhesivo de contacto, que sirve para el contacto eléctrico del
componente sobre un elemento de soporte.

En el documento JP 61-102758 A se propone impedir el flujo incontrolado de masa fundida en la zona de las
superficies de contacto de una disposicion de componentes de semiconductores con la ayuda de un marco pequefio.

El documento JP 58-107657 A publica en una disposicion de componentes de semiconductores un dique en forma
de anillo de resina de poliamida para disponer un componente de semiconductores. Ademas, debe impedirse que la
resina de silicona fluya de manera incontrolada sobre el componente de semiconductores.

Por lo tanto, el cometido de la presente invencion es indicar una disposicién de componentes asi como un
procedimiento para su fabricacion, con los que se asegura que se pueda impedir el flujo de una colada prevista para
la proteccién de alambres adhesivos de contacto, a ser posible, sin medidas adicionales costosas.

El primer cometido indicado se soluciona por medio de una disposicion de componentes con las caracteristicas de la
reivindicacion 1.

Las formas de realizaciéon ventajosas de la disposicion de componentes de acuerdo con la invenciéon se deducen a
partir de las medidas que se indican en las reivindicaciones dependientes de la reivindicaciéon 1 de la patente.

El segundo cometido indicado se soluciona a través de un procedimiento para la fabricacion de una disposicion de
componentes de acuerdo con las medidas de la reivindicacion 14.

Las formas de realizacion ventajosas del procedimiento de acuerdo con la invenciéon se deducen a partir de las
medidas que se indican en las reivindicaciones dependientes de la reivindicaciéon 14 de la patente.

De acuerdo con la invencién, ahora se propone como medio de detencidon del flujo un alambre adhesivo de
detencién del flujo en la zona limite entre el componente de semiconductores y la colada, con preferencia en el limite
entre la superficie de la colada y la superficie de contacto del lado del componente de semiconductores. El alambre
adhesivo de detencién del flujo se puede aplicar en este caso en el marco del proceso de unién necesario también
para el contacto eléctrico de manera que se puede realizar una detencion fiable del flujo sin mucho gasto adicional
de la técnica de procesos.

La disposicion de componentes de acuerdo con la invenciéon comprende un elemento de soporte, sobre el que esta

dispuesto un componente de semiconductores, que esta conectado a través de al menos un alambre adhesivo de

contacto eléctricamente con al menos una superficie de contacto sobre el elemento de soporte. En una colada, que
2
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esta constituida por una masa fundida, esta incrustado el alambre adhesivo de contacto. A través de medios de
detencion del flujo se impide, al menos en una zona parcial, un flujo incontrolado de la masa fundida. En el limite
entre la superficie fundida y la superficie de contacto del lado del componente del semiconductores esta dispuesto
como medio de detencion del flujo al menos un alambre adhesivo de detencion del flujo.

Con preferencia, el alambre adhesivo de contacto y el alambre adhesivo d detencién del flujo estan constituidos del
mismo material.

Con ventaja, el alambre adhesivo de detencion del flujo y el alambre adhesivo de contacto poseen el mismo
didmetro.

En una forma de realizaciéon posible, adicionalmente estan dispuestos uno o varios alambres adhesivos adicionales
de detencién del flujo también en otras direcciones sobre el elemento de soporte, que impiden un flujo incontrolado
de la masa fundida sobre el elemento de soporte también en estas direcciones.

El alambre adhesivo de detencién del flujo esta dispuesto en una forma de realizaciéon ventajosa sobre el lado
superior del componente de semiconductores.

En este caso, el contacto del lado del componente del alambre adhesivo de detencion del flujo esta dispuesto, por
ejemplo, sobre el lado superior del componente de semiconductores entre el alambre adhesivo de detenciéon del flujo
y el borde del componente de semiconductores.

Con preferencia, el alambre adhesivo de detencion del flujo se fija en sus dos extremos.

Ademas, se ha revelado que es ventajoso que el alambre adhesivo de detencidon del flujo esté dispuesto
paralelamente al lado del componente de semiconductores, que esta dirigido hacia la colada.

En una variante posible, el componente de semiconductores esta configurado como fotoelemento.

Con ventaja, la colada cubre la superficie de contacto del lado del componente y del lado del elemento de soporte
del alambre adhesivo de detencién del flujo sobre el componente de semiconductores y sobre el elemento de
soporte.

En una forma de realizacion posible, el alambre adhesivo de detencion del flujo esta dispuesto con ambos extremos
en la superficie de contacto del lado del componente de semiconductores.

Ademas, es posible que el alambre adhesivo de detencion del flujo sea fijado al menos en otro lado sobre la
superficie de contacto del lado del componente de semiconductores.

Por lo demas, se puede prever configurar sobre la superficie de contacto del lado del componente de
semiconductores un dique como otro medio de detencién del flujo, que esta delimitado en un lado por el alambre
adhesivo de detencion del flujo.

En el marco del procedimiento de acuerdo con la invencion para la fabricacién de una disposicién de componente se
dispone sobre un elemento de soporte en primer lugar un componente de semiconductores. Entonces se conecta el
componente de semiconductores sobre al menos un alambre adhesivo de contacto eléctricamente con al menos una
superficie de contacto sobre el elemento de soporte. A continuacion se aplica una colada, que esta constituida por
una masa fundida, en la que esta incrustado el alambre adhesivo de detencién del flujo. Antes de la aplicacion de la
colada se dispone al menos en la zona limite entre el componente de semiconductores y la colada o bien en el limite
entre la superficie de la colada y la superficie de contacto del lado del componente de semiconductores como medio
de detencién del flujo al menos un alambre adhesivo de detencion del flujo.

Con preferencia, el alambre adhesivo de contacto y el alambre adhesivo de detencién del flujo son aplicados a
través de un proceso de adhesion.

Ademas, adicionalmente se pueden disponer uno o varios mas alambres adhesivos de detencion del flujo también
en otras direcciones sobre el elemento de soporte, que impiden un flujo incontrolado de la masa fundida sobre el
elemento de soporte también en estas direcciones.

Con preferencia, el alambre adhesivo de detencion del flujo esta dispuesto sobre el lado superior del componente de
semiconductores.

Con ventaja, el contacto del lado del componente del alambre adhesivo de contacto se dispone sobre el lado
superior del componente de semiconductores entre el alambre adhesivo de detencion del flujo y el borde del
componente de semiconductores.

Con preferencia, a través de la fundicion, la superficie de contacto del lado del componente y la superficie de
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contacto del lado del elemento de soporte del alambre adhesivo de detencidon del flujo se cubren sobre el
componente de semiconductores y sobre el elemento de soporte.

Por ultimo, se ha revelado que es ventajoso que el alambre adhesivo de detencion del flujo sea fijado en sus dos
extremos.

Otras ventajas asi como detalles de la presente invencién se deducen a partir de la descripciéon siguiente de
ejemplos de realizacién con la ayuda de las figuras adjuntas. En este caso:

La figura 1a muestra una primera vista esquematica en seccién de un primer ejemplo de realizacién de la disposicion
de componentes de acuerdo con la invencién.

La figura 1b muestra una segunda vista esquematica en seccion del ejemplo de realizaciéon de la disposicion de
componentes de la figura 1a de acuerdo con la invencién.

La figura 2 muestra una vista en planta superior sobre el ejemplo de realizacion de la disposicion de componentes
de las figuras 1a 'y 1b de acuerdo con la invencién.

Las figuras 3a-3d muestran, respectivamente, una etapa del procedimiento en el marco del procedimiento de
acuerdo con la invencion de una disposicion de componentes segun la invenciéon de acuerdo con el primer ejemplo
de realizacion.

La figura 4 muestra una vista en seccidén esquematica de un segundo ejemplo de realizaciéon de la disposicion de
componentes de acuerdo con la invencion.

La figura 5 muestra una vista en planta superior sobre un tercer ejemplo de realizacién de la disposicion de
componentes de acuerdo con la invencion.

En las figuras 1a y 1b se representan vistas en seccion de una primera forma de realizacion de la disposicion de
componentes de acuerdo con la invencion; la figura 2 muestra una vista en planta superior sobre este ejemplo de
realizacién. Con la ayuda de estas figuras se explica a continuacién una primera variante de la disposicion de
componentes de acuerdo con la invencion.

Sobre un elemento de soporte 1 estan dispuestos los otros componentes que se explican a continuacién de la
disposicién de componentes segun la invencion. El elemento de soporte 1 esta configurado en este ejemplo como
placa de circuitos impresos conocida de material FR4. No obstante, de manera alternativa se contemplan también
otros materiales para el elemento de soporte 1, como por ejemplo ceramica o material textil para placas de circuitos
impresos, etc.

En el o bien sobre el elemento de soporte 1 estan dispuestas bandas metélicas de conductores 2a, 2b, que sirven
para el contacto eléctrico del componente de semiconductores 3 dispuesto sobre el elemento de soporte 1 y de otros
componentes eventuales. Como componente de semiconductores 3 esta previsto, en el ejemplo de realizacién
representado, un fotoelemento sin carcasa con una superficie de base de forma rectangular, cuya zona 9 relevante
para la funciéon desde el punto de vista 6ptico en forma de una superficie sensible a la radiacion esta orientada fuera
del elemento de soporte 1. Pero en lugar del fotoelemento se puede emplazar también otro componente de
semiconductores 3 en este lugar sobre el elemento de soporte 1; por ejemplo, se podria prever también una fuente
de luz de semiconductores, que presenta una zona relevante para la funcion desde el punto de vista 6ptico en forma
de una superficie de emisidn de radiacion, etc.

La fijacion del componente de semiconductores 3 sobre el elemento de soporte 1 se realiza en el presente ejemplo
de realizacion a través de un proceso de estafiado; pero de manera alternativa, a tal fin se podria encolar también el
componente de semiconductores 3 sobre el elemento de soporte 1.

El componente de semiconductores 3 estd conectado eléctricamente, a través de un alambre adhesivo de contacto
4, con una superficie de contacto 5 dispuesta libre sobre el lado superior del elemento de soporte 1; sobre la
superficie de contacto 5 del lado del elemento de soporte se encuentra, como se deduce a partir de las figuras, el
contacto 4.2 del lado del elemento de soporte del alambre adhesivo de contacto 4. Sobre el lado superior del
componente de semiconductores 3 se encuentra la superficie de contacto 6 del lado del componente para el
contacto 4.1 del lado del componente del alambre adhesivo de contacto 4. Las superficies de contacto 5, 6 estan
configuradas metalizadas en cada caso de manera conocida.

Para la proteccion de la uniéon de alambre adhesivo, un fundiciéon 7, que esta constituida por una masa fundida

adecuada, esta dispuesta en la zona de las superficies de contacto 5, 6. El alambre adhesivo de contacto 4 esta

incrustado en este caso totalmente en la fundicion 7 y de esta manera esta protegido contra repercusiones

mecanicas e influencias del medio ambiente. Ademas, la fundiciéon 7 cubre en esta variante totalmente la superficie

de contacto 5 del lado del elemento de soporte del alambre adhesivo de contacto 4; la superficie de contacto 6 del

lado del componente del alambre adhesivo esta cubierta —como se explica a continuacion- sélo parcialmente por la
4
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fundicién 7.
Como material para la colada 7 se utilizan con preferencia materiales fundidos estandar altamente rellenos.

En particular, en el caso de un componente de semiconductores optoelectronicos 3, que presenta, como en el
presente ejemplo, en su lado superior una zona 9 relevante para la funcién desde el punto de vista éptico, debe
asegurarse ahora de una manera fiable que la fundicién 7 no cubre, después de la aplicacion, la zona 9 relevante
para la funcién desde el punto de vista 6ptico, sino que esta delimitada antes del endurecimiento, a ser posible, a la
zona restante del lado superior del componente de semiconductores, en el que el alambre adhesivo de contacto 4
esta en conexién con la superficie de contacto 6 del lado del componente. En cambio, la propagaciéon de la masa
fundida sobre el elemento de soporte 1 en otras direcciones es menos critica y se puede controlar de manera
conocida a través de dosificacion y seleccion adecuadas del material fundido y/o a través de la configuraciéon
adecuada de la laca de tension de estafiado sobre el elemento de soporte 1.

Para prevenir un flujo incontrolado de la masa fundida sobre el lado superior del componente de semiconductores 3,
como medio de detencién del flujo en la zona limite entre el componente de semiconductores 3 y la fundicién 7 o
bien en el limite entre la superficie fundida y la superficie de contacto 6 del lado del componente de semiconductores
3 esta dispuesto de acuerdo con la invencién al menos un alambre adhesivo de detencién del flujo 8. Como se
deduce a partir de las figuras, el alambre adhesivo de detencion del flujo 8 esta dispuesto en el ejemplo
representado en este caso aproximadamente en un angulo de 90° con respecto al alambre adhesivo de contacto 4 y
se extiende sobre la mayor parte de la anchura del componente de semiconductores 4 en esta zona. En principio, de
manera alternativa al ejemplo representado, son posibles también otros angulos de la disposicion entre el alambre
adhesivo de detencion del flujo 8 y el alambre adhesivo de contacto 4.

En el presente ejemplo, el alambre adhesivo de detencion del flujo 8 esta dispuesto sobre la superficie de contacto 6
del lado del componente del alambre adhesivo de contacto 4 de tal manera que el contacto 4.1 del lado del
componente del alambre adhesivo de contacto 4 se encuentra con la superficie de contacto 6 entre el alambre
adhesivo de detencién del flujo 4 y el borde del componente de semiconductores 3. De esta manera, se impide que
la masa fundida fluya después de la aplicacion en la direccion de la zona 9 relevante para la funcion desde el punto
de vista optico del componente de semiconductores 3 utilizado y, dado el caso, lo cubra. A tal fin, el canto
configurado a través del alambre adhesivo de detenciéon del flujo 8 se extiende sobre el lado superior del
componente de semiconductores 3; en este canto o bien en el alambre adhesivo 8 se detiene el flujo siguiente de la
masa fundida y la zona 9 relevante para la funcion desde el punto de vista 6ptico del componente de
semiconductores 3. El alambre adhesivo de detencion del flujo 8 posee en este ejemplo un diametro en el intervalo
de 15 nm a 40 nm, de manera que con ello se configura un canto en una altura entre 15 nm a 40 nm para la masa
fundida que fluye en esta direccion.

El alambre adhesivo de detencion del flujo 8 posee con preferencia el mismo diametro que el alambre adhesivo de
contacto 4; de la misma manera, para ambos alambres adhesivos se utiliza el mismo material, por ejemplo aluminio
u otro material de alambre adhesivo adecuado. Por este motivo, el alambre adhesivo de contacto 4 como también el
alambre adhesivo de detencién del flujo 8 se pueden aplicar en el marco de un proceso adhesivo idéntico, lo que
simplifica en una medida decisiva la fabricacion de la disposicién de componentes de acuerdo con la invencién. En
particular, ahora para la aplicacion del medio de detencion del flujo no es necesario ningin proceso de mascara
separado y, por lo tanto, costoso con una o varias etapas de metalizacion. De la misma manera, en este ejemplo de
realizacion se suprimen componentes adicionales, frente a soluciones con medios de detencion del flujo
configurados como dique, sobre el elemento de soporte 1, es decir que, en cambio, esta disponible mas espacio
sobre el elemento de soporte 1.

El alambre adhesivo de detencion del flujo 8 se fija en este ejemplo de realizacion en sus dos extremos 9.1, 9.2.
Esto puede significar, como en el presente ejemplo, que los dos extremos 9.1, 9.2 del alambre adhesivo de
detencion del flujo 8 se fijan sobre el lado superior del componente de semiconductores 3 o bien de la superficie de
contacto 6 del lado del componente. No obstante, de manera alternativa a ello, también se puede realizar una
fijacion fuera de la superficie de contacto 6 sobre el lado superior del componente de semiconductores, por ejemplo
sobre otras superficies de contacto directamente sobre el lado superior del componente de semiconductores 3 o
sobre superficies de contacto del elemento de soporte 1.

Como se puede deducir a partir de la figura 1b, en el ejemplo de realizaciéon descrito, el alambre adhesivo de
detencion del flujo 8 descansa sobre toda su longitud sobre la superficie de contacto 6. No obstante, esto no es
forzosamente necesario, sino que también seria posible, por ejemplo, que el alambre adhesivo de detencién del flujo
8 solamente esté en sus dos extremos fijos 91, 9.2 en contacto con la superficie de contacto 6 y se extienda en la
zona intermedia en una medida insignificante por encima de la superficie de contacto 6. En este caso, hay que
indicar, naturalmente, que el alambre adhesivo de detencion del flujo no se disponga demasiado alto por encima de
la superficie de contacto 6, para no poner en peligro la accion de detencion del flujo sobre la masa fundida.

Ademas, de la forma de realizaciéon explicada de una disposicion de componentes existen en el marco de la
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presente invencién evidentemente todavia variantes de realizacion alternativas.

Asi, por ejemplo, también es posible prever varios alambres adhesivos de detencién del flujo dispuestos de forma
adecuada en conexion con un componente de semiconductores. Esto puede ser necesario, por ejemplo, cuando con
un Unico alambre de detencion del flujo no se puede conseguir todavia una accion suficiente de detencién del flujo o,
dado el caso, en varios lados de un componente de semiconductores es necesaria una fundicién sobre un alambre
adhesivo de contacto.

Ademas, en caso necesario, se podria emplear también un alambre mas grueso como alambre adhesivo de
detencion del flujo que el alambre adhesivo de contacto utilizado para configurar, dado el caso, una detencién del
flujo mas maciza; aqui serian posibles espesores de alambres entre 15 nm a 500 mm.

Por lo demas, se podria prever no solo disponer un alambre adhesivo de detencién del flujo de este tipo en la zona
limite con el componente de semiconductores, sino disponer también en otras direcciones sobre el elemento de
soporte en la zona de la fundiciéon uno o varios alambres adhesivos de detencion del flujo, para impedir, ademas, un
flujo demasiado incontrolado de la masa fundida en estas direcciones. A través de tales alambres adhesivos de
detencion del flujo se puede delimitar de una manera fiable el material fundido en una zona determinada sobre el
elemento de soporte.

Con la ayuda de las figuras 3a — 3d se describe a continuacién una forma de realizacién posible del procedimiento
de acuerdo con la invencion para la fabricacién de una disposicion de componentes de acuerdo con el ejemplo de
realizacién explicado anteriormente.

En una primera etapa del proceso, representada en la figura 3a, se dispone en primer lugar el componente de
semiconductores 3 sobre el elemento de soporte 1. Con preferencia, en este caso se realiza un estafiado o encolado
del componente de semiconductores 3 sobre el elemento de soporte 1.

A continuacion, de acuerdo con la figura 3b, se contacta eléctricamente el componente de semiconductores 3 a
través de un proceso adhesivo conocido. En el marco del proceso de adhesién del alambre empleado con
preferencia a tal fin, se conecta un alambre adhesivo de contacto 4 de manera habitual con la superficie de contacto
5 del lado del elemento de soporte y con la superficie de contacto 6 del lado del componente y de esta manera, los
contactos 4.1, 4.2 del alambre adhesivo de contacto 4 estan configurados con el componente 3 y el elemento de
soporte 1.

A través del mismo proceso adhesivo se dispone a continuacién segun la figura 3c el alambre adhesivo de
deteccion del flujo 8, que funciona como medio de detenciéon del flujo, sobre la superficie del componente de
semiconductores 3 o bien sobre la superficie de contacto 6 del lado del componente. Como se ha explicado
anteriormente, el alambre adhesivo de detencion del flujo 8 esta dispuesto en este caso esencialmente
perpendicular al alambre adhesivo de contacto 4 y se fija al menos en sus dos extremos.

De acuerdo con ello, la aplicacién del medio de detencion del flujo en forma de al menos un alambre adhesivo de
detencién del flujo 8 se realiza de acuerdo con la invencién en el marco del mismo proceso de adhesion que la
aplicacion del alambre adhesivo de contacto 4. Resulta una simplificacién considerable del proceso.

Evidentemente, de manera alternativa al ejemplo explicado también es posible aplicar en primer lugar el alambre
adhesivo de detencion del flujo y sélo a continuacion el alambre adhesivo de contacto 4.

A continuacion, de acuerdo con la figura 3d, finalmente se aplican la fundicion 7 o bien la masa fundida
correspondiente en la zona de la superficie de contacto 5 del lado del elemento de soporte del alambre adhesivo de
contacto 4, de manera que el alambre adhesivo de contacto 4 esta totalmente incrustado en la fundicion 7 y esta
protegido mecanicamente. Por medio del alambre adhesivo de detencion del flujo 8 aplicado previamente se impide
en este caso de una manera fiable que la masa fundida fluya antes del endurecimiento de forma incontrolada a la
zona relevante para la funcion desde el punto de vista éptico del componente de semiconductores 3.

También en el marco del procedimiento de acuerdo con la invencién son concebibles evidentemente diversas
modificaciones del procedimiento explicado.

Un segundo ejemplo de realizacion de la disposicién de componentes de acuerdo con la invencién se muestra en la
figura 4 en una vista en seccién de manera similar a la vista en seccion de la figura 1b. A diferencia del elemento de
realizacién explicado anteriormente esta previsto ahora fijar el alambre adhesivo de detencion del flujo no sélo en los
dos extremos 29.1, 29.2 en la superficie de contacto 26 del lado del componente de semiconductores 23, sino fijarlo
adicionalmente todavia en otro lugar 29.3 sobre la superficie de contacto 26 del lado del componente de
semiconductores 23. De esta manera, se puede asegurar de una manera todavia mas fiable que no fluya material
fundido debajo del alambre adhesivo de detencion del flujo 28 en la direccién de la superficie de retener del
componente de semic9onductores. En el marco de esta forma de realizaciéon seria concebible, ademas, que el
alambre adhesivo de detencién del flujo sea fijado también todavia en mas de un lugar, ademas de los extremos.
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Por lo tanto, podria preverse disponer un alambre adhesivo de detencién del flujo de acuerdo con la segunda forma
de realizacion en paralelo a un alambre adhesivo de detencion del flujo de acuerdo con la primera forma de
realizacion, etc.

La figura 5 muestra finalmente una vista en planta superior sobre un tercer ejemplo de realizacién de la disposicion
de componentes de acuerdo con la invencion. Como en el primer ejemplo representado esta previsto de nuevo un
alambre adhesivo de detencién del flujo 38, a través del cual debe impedirse un flujo de la fundicién 7 en la direccién
de la zona 9 relevante para la funcién del componente de semiconductores 33. Como complemento del alambre
adhesivo de detencion del flujo 38, como otro medio de detencién del flujo en esta forma de realizacion esta
configurada una superficie de contacto 36 del componente de semiconductores 33. El dique 40 esta delimitado en un
lado, a saber, en el lado dirigido hacia la fundicién 37, por medio del alambre adhesivo de detencién del flujo 38. A
través de esta estructura se puede configurar, frente a la simple utilizaciéon de un alambre adhesivo de detencion del
flujo, de nuevo una proteccion mejorada de la zona 9 o bien una detencion optimizada del flujo. Como material para
el dique 40 esta previsto un material de dique altamente viscoso, que se aplica de manera conocida en el lugar
correspondiente.

Ademas de los ejemplos de realizacion explicados en concreto, existen evidentemente todavia otras posibilidades de
configuracién en el marco de la presente invencion.
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REIVINDICACIONES

1.- Disposicién de componentes, que esta constituida por:

- un elemento de soporte (1; 21; 31);
- un componente de semiconductores (3; 23; 33) dispuesto sobre el elemento de soporte (1; 21; 31), con una
superficie de contacto (6; 26; 36), con la que esta conectado al menos un alambre adhesivo de contacto (4;
34), cuyo otro extremo esta conectado con al menos una superficie de contacto (5; 35) sobre el elemento
de soporte (1; 21; 31),
- una fundicion (7; 27; 37), que esta constituida por una masa fundida, en la que esta incrustado el alambre
adhesivo de contacto (4; 34) asi como
- medios de detencién del flujo, que impiden al menos en una zona parcial un flujo incontrolado de la masa
fundida,
caracterizada porque como medio de detencién del flujo esta previsto al menos un alambre adhesivo de detencién
del flujo (8; 28; 38) en el limite entre la superficie fundida y la superficie de contacto (6; 26; 36) del lado del
componente de semiconductores (3; 23; 33).

2.- Disposicién de componentes de acuerdo con la reivindicaciéon 1, caracterizada porque el alambre adhesivo de
contacto (4; 34) y el alambre adhesivo de detencion del flujo (8; 28; 38) estan constituidos del mismo material.

3.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque el alambre adhesivo de
detencion del flujo (8; 28; 38) y el alambre adhesivo de contacto (4; 34) poseen el mismo diametro.

4.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque adicionalmente un o varios
otros alambres adhesivos de detencion del flujo estan dispuestos también en otras direcciones sobre el elemento de
soporte (1; 21; 31), que impiden un flujo incontrolado de la masa fundida sobre el elemento de soporte (1; 21; 31)
también en estas direcciones.

5.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque el alambre adhesivo de
detencion del flujo (8; 28; 38) esta dispuesto sobre el lado superior del componente de semiconductores (3; 23; 33).

6.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacion 5, caracterizada porque el contacto (4.1; 34.1) del
lado del componente del alambre adhesivo de contacto (4; 34) esta dispuesto sobre el lado superior del componente
de semiconductores (3; 23; 33) entre el alambre adhesivo de detenciéon del flujo (8; 28; 38) y el borde del
componente de semiconductores (3; 23; 33).

7.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque el alambre adhesivo de
detencion del flujo (8; 28; 38) esta fijado en sus dos extremos (9.1, 9.2; 29.1, 29.2; 39.1, 39.2).

8.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque el alambre adhesivo de
detencion del flujo (8; 28; 38) esta dispuesto paralelo a aquel lado del componente de semiconductores (3; 23; 33),
que esta dirigido hacia la fundicion (7; 27; 37).

9.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque el componente de
semiconductores (3; 23; 33) esta configurado como fotoelemento.

10.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizada porque la fundicion (7; 27; 37)
cubre el contacto (4.1, 4.2; 34.1) del lado del componente y del lado del elemento de soporte del alambre adhesivo
de contacto sobre el compoOnente de semiconductores (3; 23; 33) y sobre el elemento de soporte (1; 21; 31).

11.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque el alambre adhesivo de
detencion del flujo (8; 28; 38) esta dispuesto con ambos extremos (9.1, 9.2; 29.1, 29.2; 39.1, 39.2) en la superficie de
contacto (6; 26; 36) del lado del componente de semiconductores (3; 23; 33).

12.- Disposicion de componentes de acuerdo con la reivindicacion 7, caracterizada porque el alambre adhesivo de
detencioén del flujo (28) esta fijado al menos en oro lado (29.3) sobre la superficie de contacto (26) del lado del
comp9onente de semiconductores (23).

13.- Disposicién de componentes de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones anteriores, caracterizada
porque sobre la superficie de contacto (36) del lado del componente de semiconductores (33) esta configurado un
dique (40) como otro medio de detencion del flujo, que esta delimitado en un lado por el alambre adhesivo de
detencion del flujo.

14.- Procedimiento para la fabricaciéon de una disposicion de componentes, en el que:
8
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- sobre un elemento de soporte (1; 21; 31) se dispone un componente de semiconductores (3; 23; 33),

- el componente de semiconductores (1; 21; 31) se conecta a través de al menos un alambre adhesivo de
contacto (4; 24; 34) eléctricamente con al menos una superficie de contacto (6; 26; 36) sobre el elemento
de soporte (1; 21; 31), y

- se aplica una fundicion (7; 27; 37), que esta constituida por una masa fundida, en la que esta incrustado el
alambre adhesivo de conbtacto (4; 24; 34),

caracterizado porque antes de la aplicacion de la fundicién (7; 27; 37) se dispone en el limite entre la superficie

fundida y la superficie de contacto (6; 26; 36) del lado del componente de semiconductores (3; 23; 33) como

medio de detencién del flujo al menos un alambre adhesivo de detencién del flujo (8; 28; 38).

15.- Procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 14, caracterizado porque el alambre adhesivo de contacto
(4; 34) y el alambre adhesivo de detencion del flujo (8; 28; 38) se aplican a través de un proceso de adhesion.
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FIG. 3a
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FIG. 3c

FIG. 3d
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